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全文摘要
在投资者电话会议上，一家科技公司的领导层分享了2026年上半年的亮眼业绩，包括28.77%的营收增长和33.30%的净利润增长。他们着重强调了与全球顶级客户的紧密合作，促进了产品更新和技术进步，同时确保供应链的稳定。面对原材料价格波动，公司采取了与下游客户协商产品定价、深化供应商战略合作及积极备货等策略，以维持物料供应的稳定性。资本开支规划不超过180亿元，旨在推动产能扩张和技术研发。会议还涵盖了未来产能规划、市场扩张和技术创新的讨论，彰显了公司紧跟市场需求，巩固竞争优势的决心。在互动环节，面对投资者关于产能规划、市场扩张、原材料成本影响、毛利率走势和存货管理的提问，公司领导给出了详细的解答，展现了其对市场趋势的敏锐洞察和对未来发展的积极态度。

章节速览
00:00 公司2026年上半年业绩说明会及互动交流
公司2026年上半年实现营业收入116.29亿元，同比增长28.77%，归母净利润28.57亿元，同比增长33.30%。会议介绍了业绩情况、经营状况、产能规划及技术研发进展，随后进入投资者互动交流环节，投资者可通过电话或网络提问。

04:14 公司产能规划与未来景气度展望
对话围绕公司的产能规划、产品布局及未来市场景气度展开。管理层详细介绍了厂房4至11的扩产进度，包括设备安装、调试及试生产情况，并提及新获得的惠州地块用于后续产能扩张。对于市场关心的下半年及明年景气度，管理层指出下游客户的新产品已进入大批量生产阶段，核心客户订单饱满，排单已至明年，尤其是m up产能紧张，需求远超供给。整体来看，公司产能扩展有明确需求和订单支撑，预计将持续推动业务成长。

12:03 国内PCB需求激增与高端算力解决方案的发展
对话探讨了国内PCB需求的快速增长，尤其是高端算力解决方案领域，客户订单需求上调显著，国产GPU和算力解决方案客户订单持续性增强。尽管与海外相比，国内解决方案在单价和性能要求上仍有差距，但新产品的平均单价已呈倍数级增长，表明技术难度和价值提升。

16:48 PCB行业技术升级与生产壁垒探讨
对话深入讨论了PCB行业在技术升级和生产过程中的挑战与壁垒，指出随着技术的半导体化趋势，材料与工艺的复杂性增加，形成技术壁垒。强调供应商需在长期调教、实验、管理响应及问题解决能力上综合提升，以实现稳定大批量生产。提及特定材料如PTFE、陶瓷等的研发进展，以及与客户深度绑定的重要性，以满足市场需求和技术突破。

22:59 海外生产基地与毛利率趋势探讨
对话围绕海外生产基地的需求及毛利率趋势展开，指出尽管初期海外需求未达预期，但长期看需求旺盛且多样性丰富。毛利率受人工成本和折旧影响较大，但对未来毛利率提升持乐观态度，预期营收增长将同步提升毛利率。

32:03 AI产品营收占比与大客户增长分析
对话讨论了公司对于AI产品营收占比的预期，指出未来非AI类营收可能维持现状，而AI类产品营收将占据主导。大客户业务预计保持高增速，份额稳定，增速与大客户自身节奏相当。此外，ASIC和国产方案业务增速虽高但体量较小，预计大客户仍占比较高比例。

35:16 存货增长与成本控制讨论
对话围绕存货增长及其构成展开，讨论了存货增加主要源于原材料和在产品储备，以支持下半年产能需求。同时，探讨了折旧和人工成本对毛利率的影响，指出这两项成本增速低于营业成本增速的现象，需进一步分析理解。管理层对客户需求增长持乐观态度，并准备充分应对。

39:29 公司产能规划与客户份额讨论
对话围绕公司产能规划调整、设备瓶颈影响、大客户价格传导及市场份额展开。公司产能目标上调至千亿，设备瓶颈主要在电镀环节；与大客户维持稳定毛利率；在客户产品份额中保持第一，超过50%。

43:47 半导体行业应对新竞争者与技术升级策略
对话围绕半导体行业面对新竞争者和技术升级的应对策略展开。讨论了大客户选择的重要性，强调技术稳定性与产能优化。行业门槛高，新进入者需持续投入，顶尖玩家需在客户选择和资源分配上做出明智决策。盛宏科技展现技术领先和客户信任优势，保持医共身份和市场份额目标不变，坚信跟随客户需求和自我提升是关键。面对高端产品稳定性和批量交付要求，公司坚定看好未来发展，相信在互联核心环节保持竞争优势。

发言总结
发言人1
主持并介绍了盛虹科技的业绩说明会，会议主要围绕公司2026年上半年的业绩、经营状况以及未来展望展开。他首先对参会的投资者表达了感谢，并介绍了出席的领导，包括董事总裁赵启祥、财务总监朱国强和副总裁易瑶，同时预告了会议中会留出时间供投资者提问。随后，他分享了公司上半年的业绩数据，特别强调了营业收入和归母净利润的增长情况，同时提到了公司在高端PCD产能建设、技术创新和供应链保障方面的持续努力，以及人工智能及高性能计算网络通信领域的收入提升。他还指出，公司正积极应对原材料价格上涨的挑战，通过深化与供应商的战略合作和采取积极的备货策略来确保物料供应的稳定性。展望未来，他强调公司将继续深化技术研发，以巩固市场竞争力并为业绩的持续增长提供支撑。会议结尾，他介绍了提问规则，并邀请投资者提问，以确保互动交流环节的顺利进行。

问答回顾
发言人1 问：公司2026年上半年的业绩情况如何？
发言人1 答：2026年上半年，公司实现营业收入116.29亿元，同比增长28.77%；归母净利润为28.57亿元，同比增长33.30%。单机组盘初二的营业收入达到61.1亿元，同比增长29.49%，环比增长10.7%；归母净利润为15.86亿元，同比增长28.29%，环比增长21.73%。

发言人1 问：公司在产品和技术方面有哪些亮点表现？对于下半年乃至明年的景气度展望及对公司产品放量拉动的具体情况能否分享一下？
发言人1 答：公司在报告期依托全球头部算力通信等终端大客户的深度协同，在产品迭代、技术创新、供应链保障等方面持续精进。人工智能及高性能计算网络通信领域的收入占比显著提升，与ASIC客户的业务合作顺利进行，部分服务器BCD产品已实现量产。此外，公司积极应对原材料涨价，通过与下游客户的协商传导成本，并深化与供应商的战略合作及积极备货，确保整体物料供应稳定。当前产业链紧张，公司看到一些新产品系列如英伟达Liver Ruby和谷歌TPU VR等生命周期已进入大批量生产阶段。PCB及核心物料的上游供应商正加速拉货，从8月、9月直至四季度乃至明年，整个景气度的变化以及新产品对公司销量提升的程度尚无法给出具体数据，但可以确认新一代产品已进入大批量生产环节。

发言人1 问：公司产能规划和新厂建设进展如何？技术研发方面的投入与成果怎样？
发言人1 答：公司今年总的资本开支预计不超过180亿元，目前各工厂处于爬坡状态，厂房十已完成第一阶段设备搬入和调试，厂房十一正在进行组建中。高端PCD产能建设方面，公司将配合客户需求节奏进行产能准备和生产，并已摘牌华侨城贵州地块，用于规划MSUP HDI等高端PCD产能。公司在技术研发深度参与客户核心产品方案制定，推动新技术新方案落地，进一步巩固其在高端算力赛道的市场竞争力，为后续业绩持续增长提供核心技术支撑。

发言人1 问：关于市场和新厂产能规划以及产品规划的情况能否详细介绍一下？
发言人1 答：公司新厂产能规划上，已投入运营的厂房4产能逐步释放，而厂房10和11正在按计划建设中，厂房10已进入设备搬入和调试阶段，但全面达产还需时间；厂房11还在土建阶段，具体投产时间待定。此外，公司近期摘牌了华侨城惠州地块，将根据土地转让手续完成情况规划MUP和HDI等产能。

发言人1 问：公司当前在手订单情况如何？
发言人1 答：公司的在手订单非常饱满，甚至订单能见度达到了前所未有的高。核心的高多层和HDI类产品排单已经延续到明年，不仅限于今年下半年。

发言人1 问：关于m up产能利用率的情况如何？
发言人1 答：m up产能目前非常紧张，原本认为主要用于q work，但现在光模块已经包圆了整个m up产能。国内对于m check的需求远超我们的产能，新厂房和生产基地将用于进一步的产能扩张，这些都有明确的需求和客户订单支撑。

发言人1 问：国内PCB需求是否将成为公司新一轮增长亮点，以及客户品类需求与海外是否有匹配？
发言人1 答：国内PCB需求在年初判断的2026年成为算力元年，需求远超预期，尤其是下半年完成了年初规划的全年需求。客户和产品品类方面，国内需求正在与海外形成匹配，包括国产GPU和算力解决方案的客户开始有明确订单需求，且部分国内客户的需求稳定性也在增强。

发言人1 问：国内方案与海外方案在性能要求和单价方面的对比如何？
发言人1 答：目前国内方案在单价和性能要求上仍有一定差距，但随着新技术的发展，新产品的平均单价呈倍数级增长，难度越来越高。国内方案在单价和技术要求上与最大客户相比存在差距，但市场正在逐步提升。

发言人1 问：如何看待后续技术升级方向及加工过程中的技术壁垒？
发言人1 答：技术壁垒体现在材料变化升级、特殊材料的应用、工艺结构变化等方面，需要长期调教员工和工厂，进行大量实验，并提高管理响应速度及问题解决能力。所有这些因素综合形成了供应商的技术壁垒。

发言人1 问：如果只是技术突破，你们认为实验室级别的5K、10K甚至20片级别的突破更容易实现吗？
发言人1 答：是的，我们认为这样的小规模实验室级别的突破相对更容易达成。

发言人1 问：对于市场关注的新材料和技术，比如修复到马酒材料、PTFE、陶瓷、玻璃以及埋虫等，它们的研发进度和应用情况是怎样的？
发言人1 答：所有这些新技术的研发和推进都是真实的，并且都在进行中。只是各项目的推进速度有所不同。

发言人1 问：在与客户沟通后，公司会如何选择资源投入的方向？
发言人1 答：根据与客户的深度绑定和沟通，我们会选择那些能够实现客户大批量交付、产线磨合更好、员工培养更到位的方向进行重点投入。

发言人1 问：技术、产能、配合度等因素如何影响与客户的合作？
发言人1 答：这些因素都需要与客户紧密配合、深度沟通，并及时响应，以应对新的挑战和技术壁垒。

发言人1 问：海外大客户对海外生产基地有何倾向或生产要求？以及是否会将新产品生产放在海外基地？公司如何看待未来几年海外生产基地的订单和建设情况？
发言人1 答：目前来看，海外大客户的需求比预期要晚，他们更倾向于将当下最大和最急迫的需求放在国内生产。海外生产基地可能更多地服务于附近客户或终端在美国本地使用的产品，海外项目的建设依然紧迫。尽管当下客户更倾向于国内生产，但从两年或三年的维度看，海外需求也会逐渐增多，且多样性更丰富。泰国基地的建设可能会继续追加投资。

发言人1 问：关于毛利率的情况，Q2上游涨价对公司毛利率有何影响，以及对Q3及明年整体毛利率趋势的展望？
发言人1 答：上游原材料涨价对毛利率的影响相对有限，尽管有一定影响，但整体影响较小。

发言人1 问：比原材料波动影响更大的因素是什么？
发言人1 答：比原材料价格影响更大的主要是人工成本，去年以来员工薪资增长超过30%，这是由于订单爆发式增长，产能需要迅速提升，而员工储备和培训相应增加导致的人工成本大幅增加。

发言人1 问：折旧费用在成本中的增长情况如何？
发言人1 答：折旧费用也有持续增长的趋势，与人工成本类似，都是走在前面的。新转步的折旧会进一步推高成本，但订单与产能之间并非等待关系，产能是为了应对订单需求。

发言人1 问：对于未来毛利率和盈利能力有何预期？
发言人1 答：公司对未来毛利率和盈利能力充满信心，随着营收增长，毛利率预计将同步上升。

发言人1 问：明年AITCP收入占比及A赛克与大客户的比重如何？
发言人1 答：明年AI类产品的营收占比预计会有所提升，而A赛克和其他大客户的比重将在整体AI收入中占据较大比例，具体比例关系未明确给出，但大客户增速仍然较高且保持稳定状态。

发言人1 问：存货增长的主要构成及储备目的？
发言人1 答：存货增长主要来自原材料和在产品，这是为了满足下半年产能为王的需求，特别是在为下半年新产品全面上量、量产和快速交付做充分准备。

发言人1 问：关于现金流量表中人工和折旧增速与营业成本增速的关系？
发言人1 答：尽管现金流量表中支付给职工及为职工支付的现金和折旧的增速低于Q2营业成本增速，但这两者仍然是拉动成本增长的重要因素。人工和折旧的增长虽未直接体现在营业成本增速上，但它们与营业成本增速之间的关系需要进一步拆解分析，并非简单的线性关系。

发言人1 问：第一个问题，因为公司提到设备原因导致4炒到4根床时爬坡进度受阻，主要是压缩机受到影响。除了压缩机外，还有哪些设备会受到较大影响？
发言人1 答：目前受设备影响较大的主要是建筑方面，电镀环节可能会稍微慢一点。

发言人1 问：针对某些ODM厂商声称公司在大客户产品中的份额并非第一的情况，公司能否澄清一下？
发言人1 答：公司确认在客户占比方面目前仍是第一，至少从目前的情况看是这样。

发言人1 问：最后一个问题，关于PCB行业，有同行进入且技术或产能优化提升方面，公司有何应对措施？
发言人1 答：公司在半导体环节的产品选择更多依赖于大客户的决策，而大客户通常看重产品的技术稳定性和技术可靠性。尽管市场上有新玩家进入，但由于高端PCB产品所需的工艺技术要求高且产能门槛大，真正能参与竞争的仍是行业内的一些老朋友。公司在响应速度、配合度及量产交付能力上具有优势，能够满足新产品的研发需求，持续保持行业领先地位。

